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본  한쪽 에 공(ball) 가   또는 필  하여  하는 1단계, 상  

 몰드(inmold) 사 과 결합 도  열 (heat forming) 후 리  단하여  트리 하는

2단계, 상   몰드 사 에 삽 하고, 몰드 사  하는 3단계  포함하 , 한쪽 에

공 가   께 t  에 폭 w  채   마 크  채  (microchannel) 에 지

(resin)  주 하는   하여 하 , 상    상  채  진  지 상  지가

진하는 61단계, 상  채  진  에 체 하  (spherulite)  하는 62단계, 상  지가 상

채  내  진 하는 63단계  포함하는  공 (fabrication process)  포함하 , 상  62단계  상

 직경 크 가 채  폭 w 상 도  상  마 크  채   도, 상  지  도, 상  채  내

 진 하는 지  압  어하는 공  갖는  한 몰드 사   공한다.

본  몰드 사  공 에  에 미  공(micro-balls) 상 또는 미  공 가   

하여 사 과 계   도  함 , 과 사  사  체결   신뢰도  달 하는

과  갖는다. 또한, 과 사  사 에 착 , 프라 , 커플링 에 트 등 학 질  처리하지 않

아도 므 , 학 질 재료 비 과 학 질 처리에  공  비   공  시간  감하는 과  갖는다.

  도 - 도1
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특허청  

청 항 1 

한쪽 에 공(ball) 가   또는 필  하여  하는 1단계;

상   몰드(inmold) 사 과 결합 도  열 (heat forming) 후 리  단하여  트

리 하는 2단계;

상   몰드 사 에 삽 하고, 몰드 사  하는 3단계;

 포함하 ,

한쪽 에 공 가  

께 t  에 폭 w  채   마 크  채  (microchannel) 에 지(resin)  주 하는 

 하여 하 ,

상    상  채  진  지 상  지가 진하는 61단계, 상  채  진  에 체 하

(spherulite)  하는 62단계, 상  지가 상  채  내  진 하는 63단계  포함하는  공

(fabrication process)  포함하 ,

상  62단계  상   직경 크 가 채  폭 w 상 도  상  마 크  채   도, 상  지

 도, 상  채  내  진 하는 지  압  어하는 공  갖는  한 몰드 사  

.

청 항 2 

1항에 어 ,

상  1단계  상  2단계 사 에

상   공 가   쪽 에 원하는  하는 12단계   포함하는 공

 갖는  한 몰드 사  .

청 항 3 

2항에 어 ,

상  12단계는

상   공 가   쪽 에 원하는 , 늬, 미지, 또는 상   

하는 단계 ,

상     프린 , , 착, 프린  포함하는 공  갖는  한 몰드 사

 .

청 항 4 

1항에 어 ,

상  3단계에

상   공 가   지가 사 는 향과 하여 도 , 상   몰드 사

에 삽 하는 공  갖는  한 몰드 사  .

청 항 5 

1항에 어 ,

한쪽 에 공 가  
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께 t  에  폭  w,   h  채  간격 p   마 크  채  (microchannel)  에 지

(resin)  주 하여 하 ,

상  마 크  채  에

w는  에 하고  하는 공(ball)  직경 크  택하고,

h≥2w, p=(w+채  벽 께)  계  만 하 ,

상  채  벽 께는 상  공 사  간격  택하 ,

상  마 크  채   도, 상  지  도, 상  채  내  진 하는 지  압  어하여 

 에 공 상   간격  도  하는   하는 공  갖는  한

몰드 사  .

청 항 6 

삭

청 항 7 

5항에 어 ,

상  지는 지  고  시험  통해  지 ,

상  지  고  시험

결  열가  고  지(semicrystalline thermoplastic polymer resin)들  하나  지  하는

71단계;

지 공 사가 공하는 열변  도  포함하여  N개(N>0)  도  하고,  i=1  하는

72단계;

지 냉각   도  어하여 상  2 단계에   도  i 째 도  하게 지하는 73

단계;

 열  는 상태에  지 알갱 (pellet)   도 지 상승시  하여  사 에 고 

닫아  지가  사 에  눌 지  냉각 어 고 도  하는 74단계;

 시간  지난 후  열고 고  지  시편  취 하는 75단계;

i<N  만 하  i=i+1  하여 상  73단계  진행하고, i=N  다  단계  진행하는 76단계;

 N개  시편  찰하여   크  하고,  직경  상  마 크  채  폭 상  

한 시편  나타나는 i 째 도들   도  상  마 크  채    도  하는 77단

계;

 포함하 ,

상  74단계  상   도는 지 공 사가 공하는  공  천 도  공  갖는 

한 몰드 사  .

청 항 8 

5항에 어 ,

상  채  내  진 하는 지  압

 결과  하여 상  마 크  채  내  지  도  악하고,  도가 보다 

압  낮 고 낮  압  는 시행착 (trial and error)에 해 하 ,

사   경우 사  도/압   후  압 , 압  과 핫 엠보싱  경우 체 ,   경

우  누 는 에 해 하 ,

상  마 크  채  내  지  도  악하는    하는 것  포함하는 공 
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 갖는  한 몰드 사  .

청 항 9 

5항에 어 ,

상   사  , 압  , 압  , 핫 엠보싱 ,    택  어느 하나   에 

해 는 공  갖는  한 몰드 사  .

청 항 10 

한쪽 에 공(ball) 가   또는 필  하여  하는 1단계;

상   몰드(inmold) 사 과 결합 도  열 (heat forming) 후 리  단하여  트

리 하는 2단계;

상   몰드 사 에 삽 하고, 몰드 사  하는 3단계;

 포함하 ,

한쪽 에 공 가  필

께 t  에  폭  w,   h  채  간격 p   마 크  채  (microchannel)  에 지

(resin)  주 하여 하 ,

상  마 크  채  에

w는  에 하고  하는 공(microball)  직경 크  택하고,

h≥2w, p=(w+채  벽 께)  계  만 하 ,

상  채  벽 께는 상  공 사  간격  택하 ,

상  마 크  채   도, 상  지  도, 상  채  내  진 하는 지  압  어하여 필

 에 공 상   간격  도  하는 필   하는 공  갖는  

한 몰드 사  .

청 항 11 

10항에 어 ,

상  필   상  채  진  지 상  지가 진하는 111단계, 상  채  진  에 체 하

 (spherulite)  하는 112단계, 상  압 에 해 상  지가 상  채  내  진 하는 113단

계  포함하는  공 (fabrication process)  포함하 ,

상  112단계  상   직경 크 가 채  폭 w 상 도  상  마 크  채   도, 상  

지  도, 상  채  내  진 하는 지  압  어하는 공  갖는  한 몰드 사

.

  

   야

본  공  갖는 (laminate)  한 몰드(inmold) 사  에 한 것 다. 체 ,[0001]

본  에 미  공(micro-balls) 상 또는 미  공 가   하여 사 과 계

 리도  하는 몰드 사  공  에 한 것 다.

 경  

 또는  에 삽 하여 사 하는 공   몰드 사 (inmold injection)  미학 고 [0002]

능  과 내   체결  연결하는 것 , 심미  능  과 결합   생산하

는 매우 한 공  다.
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몰드 사  에 는 항상  또는 (laminate)과 사  사  합  가 , 과 사[0003]

 사 에 리가 어나  신뢰 에  야 하는 경우가 생한다.

  래 , 아래 행 헌에  시한 특허 헌1   필  사  또는 과 착[0004]

는 착  향상시키  해 착  포함하여 루어진 다   몰드 사  필  개시하고

다.

특허 헌2는 사 과 사 몰드 필  결합시키는 역할  행하는 착  포함하는 다   사 [0005]

몰드 필  개시하고 다.

특허 헌3  필  몰드 사 시 사  에 안  착   도  하는 착  포함하는[0006]

사 몰드 필  개시하고 다.

특허 헌4는 트 몰  쇄필 과 사  착  가 도  하는 착  포함하는 브  미[0007]

  몰드 사  개시하고 다.

상  래 에  한  같 , 보통  또는 과 사  사 에는 착  사 하게 는 ,[0008]

는 착  체  비 과 착  도포에  공  비 과 공  시간  하게 다. 러한  해결

하고 , 본  에 공 가   하여 사 과 계  리도  하는 공  

 안한다.

행 헌

특허 헌

(특허 헌 0001) KR 10-2011-0069436 A 2011.06.23. [0009]

(특허 헌 0002) KR 10-2012-0131977 A 2012.12.05. 

(특허 헌 0003) KR 10-2010-0053002 A 2010.05.20. 

(특허 헌 0004) KR 10-1156716 B1 2012.06.14. 

 내

해결하 는 과

라 , 본  루고  하는 과 는 몰드 사  공 에  과 사  사  합에 착  사[0010]

하지 않고, 에 미  공(micro-balls) 상 또는 미  공 가   하여 사 과 계

  도  하는 몰드 사   공하고  하는 것 다.

과  해결 단

상   과  해결하  하여 본  한쪽 에 공(ball) 가   또는 필  하여[0011]

 하는 1단계, 상   몰드(inmold) 사 과 결합 도  열 (heat forming) 후 

리  단하여  트리 하는 2단계, 상   몰드 사 에 삽 하고, 몰드 사  

하는 3단계  포함하 , 한쪽 에 공 가   께 t  에 폭 w  채   마 크

 채  (microchannel) 에 지(resin)  주 하는   하여 하 , 상   

 상  채  진  지 상  지가 진하는 61단계, 상  채  진  에 체 하  (spherulite)

 하는 62단계, 상  지가 상  채  내  진 하는 63단계  포함하는  공 (fabrication

process)  포함하 , 상  62단계  상   직경 크 가 채  폭 w 상 도  상  마 크  채  

 도, 상  지  도, 상  채  내  진 하는 지  압  어하는 공  갖는 

한 몰드 사   공한다.

 과

본  몰드 사  공 에  에 미  공(micro-balls) 상 또는 미  공 가   [0012]
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하여 사 과 계   도  함 , 과 사  사  체결   신뢰도  달 하는

과  갖는다.

또한, 과 사  사 에 착 , 프라 , 커플링 에 트 등 학 질  처리하지 않아도 므 ,[0013]

학 질 재료 비 과 학 질 처리에  공  비   공  시간  감하는 과  갖는다.

도  간단한 

도 1  본 에  공  갖는  한 몰드 사   도.[0014]

도 2는 에 공 가 는  하  한 도 .

도 3      하  한 도 .

도 4는    끝난  몰드 에 삽 한 상태  보  도 .

도 5는 본 에  몰드 사  에 해 과 사  합  상태  보  도 . 

도 6  본 에  몰드 사   끝난 후   상태  보  도 .

도 7   공  는 것  하  한 개략도.

도 8   공   경우   결과  한 미경 사진.

도 9는  하  한 도 .

도 10  마 크  채   하  한 도 .

도 11  지  고  시험  하  한 도 .

도 12는 지 과  도  결 하는 과  도.

도 13  핫 엠보싱 , 압  , 사  ,   원리  보  도 .

 실시하  한 체  내

하, 도  참 하여 본  람직한 실시 에 해 상  한다.[0015]

도 1  본 에  공  갖는  한 몰드 사   도 다. 도 2는 에 공 [0016]

가 는  하  한 도 고, 도 3      하  한 도 , 도

4는    끝난  몰드 에 삽 한 상태  보  도 , 도 5는 본 에  

몰드 사  에 해 과 사  합  상태  보  도 , 도 6  본 에  몰드 사

 끝난 후   상태  보  도 다.

본 에  공  갖는  한 몰드 사   한쪽 에 공(ball) 가  [0017]

또는 필  하여  하는 1단계(도 1  S1, 도 2), 상   몰드(inmold) 사 과

결합 도  열 (heat forming) 후 리  단하여  트리 하는 2단계(도 1  S3), 상  

 몰드 사 에 삽 하고, 몰드 사  하는 3단계(도 1  S4, 도 4, 도 5, 도 6)  포함한다. 또

한, 본  상  1단계  상  2단계 사 에 상   공 가   쪽 에 원

하는  하는 12단계(도 1  S2, 도 3)   포함한다. 상  12단계(도 1  S2, 도 3)는 상  

 공 가   쪽 에 원하는 , 늬, 미지, 또는 상   하는 단

계 , 상     프린 , , 착, 프린  포함한다. 상  12단계(도 1  S2, 도 3)

에  상   공 가   쪽 에 원하는  하는 공   

식  한  공 과 사한  루어질  다. 본 에  공  갖는  한

몰드 사   상  3단계(도 1  S4, 도 4, 도 5, 도 6)에  상   공 가  

지가 사 는 향과 하여 도 , 상   몰드 사 에 삽 한다.

본 에  공  갖는  한 몰드 사   에  한  같  상  1단계(도[0018]

1  S1, 도 2)에  한쪽 에 공 가   또는 필  하여  하는 , 러한  또

는 필   에 하여 한다.  하여 본 원  에 미  공 상  나열   또는 필

  에 하여 특허 원(특허 원  10-2012-0114121)한  , 상  특허 원에  시한 

 하여 공  갖는  또는 필  할  다. 도 7 내지 도 13  공  갖는  또는 필
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   하  한 도 다.

본  고  결  지( 하, ' 지'라 함)  하여 에 미  공 상  나열   하[0019]

해 마 크  채 (microchannel)  하는 , 마 크  채   마 크  채   간격

 에 각 어  는 지가 그 사  할  는 다. 마 크  채   지가

하게   거리 동안 하다가  상 진하지 못하고 에  공 상  나타나게 다. 

 료하게  에 공 상  규  나타나는 재  재보다 얇  께  필  할

 게 다. 공 상  채  라 만 나타나게 므  채  열하는 간격과 폭  크  하여 미

공  크  열  할  다.

도 7는  공  는 것  하  한 개략도 , 본 에  하는 마 크  채  [0020]

(100)에 채워지는 지  동  보  도 다.  (110)  (120) 사 는 지  채워

 마 크  채 (130) 내 만  미  어 다. 채 (130)에  지(140)가 진하고  특

동  나타나 동 단(150)  공 (160)가  알  다. 공  하  해 는 공

(160)  동 단(150)  채 (130)   채워 는 안  당  공 가(160)가  상태에

공  단해야 한다.  같  하여  결과  주사 미경  한 것  도 8에 나타나 다.

공 가 나타나  해 는  과   지에 나타나는  (spherulite)  크 가 채  폭과 비슷하거[0021]

나 커야 한다.  결 (semicrystalline) 고  지가 상태  고 하는 과 에  는

규  결 다. 도 9는   보  것 다.  공  에  생  개시 는 지  핵

(nuclei)  사  뻗어가  하게 는 , 고  과   도 에 라  크 는 달라지

게  동  건에 도  도,  크 는 지  에 라 다 다.

도 10  마 크  채   보  것 , 평 에 마 크  채   주  한 태 다. 께[0022]

t  에 폭 w,  h  채  간격 p  하여 주  어 다. 공  생   가  하

게 연  는 채  폭  w , w    계에 라 공   가 결 다. 채   h

도 한   하나 ,  얕  공  지 않는다. , 채 에 지가 주  후 폭에 해당하는

거리  진행해야 공   시 한다. 그러므  h는 어도 폭 w 상  해야 한다. 간격 p는 공들

나열  간격  한다. 라 , 간격과 폭  하고  하는   공 에 라 해야 한다. 러

한 건들  고 하여 공  한 하학  건들  리하  다 과 같다. 마 크  채  폭 w는 에

하고  하는 공  직경 크  하고, 동  채  안에  w   도 진행했   직경 w  사한

크  공  므  채   h는 2w 상  한다. 채  간격 p는 공  에 하 는 도에 라

결 하는  채  벽  워야 하므  p=(w+채  벽 께)  계가 립한다. 채  벽 께는 공 사  간격

므 , 한 공   채우  채  벽 께  얇게 해야 한다.

에  한 마 크  채  과 지  하여  하  해 는 마 크  채  에 지[0023]

 주 하여  에 미  공 상  도   하게 다.  해  마 크  채  

도, 지  도, 채 (microchannel) 내  진 하는 지  압  어하여  에 공 상  

간격  도   공 (fabrication process)  한다.

 공  다  3단계  포함한다. , 채  진  지 지가 진하는 61단계, 채  진  에 체[0024]

하   하는 62단계, 압 에 해 지가 채  내  진 하는 63단계  포함한다. 상  62

단계  상   직경 크 가 채  폭 w 상  도  해야   에 공  는 것  실험

통해 었 므 , 러한  공  건  만 도  도  압  어한다.  해  과 

 도  압  결 해야 하는 , 지 고   결   특   공개 는 보가 아니므 ,

개별 지에 해 사 에 지  고  시험  실시해야 한다.

지  고  시험  해 결  열가  고  지(semicrystalline thermoplastic polymer resin)들[0025]

 하나  지  택하는 , 냉각 건에 라  한 크  할  는 지  택하는 것

 공 상 리하다. 지  택한 후 량  지 알갱 (pellet)   도 지 상승시  한 후, 도

11에 보   같  도 어가  평  사 에  누  냉각시킨다.  지 알갱 는 평  도  달

리해 가  냉각하여 시편  하는 , 평  도  어할  는 가 비 어 어야 한다. 지

냉각 개시 도는 개별 지  공  사가 공하는 공  천 도  한다. 공  천 도는  공

천 도  미하는 것 ,  지가 어 는 고  상태  도,    지  도  나

타내는 것 다. 사  경우 사 에  공 는 지  도, 압  경우 지   여  는 도
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가리킨다. 평  도는  할  는 한 시간  갖도  게 어야 한다. 지 공 사에

공하는 열변  도  포함하여   5도 간격   5단계, 아래  3단계,  9개 도  

하여 시험  실시한 후 시편 단  편  미경 사진  찰하여  크 가 마 크  채  폭과 사한 

 하 는지  하고 해당 도   공 시 마 크  채   도  한다.  공

시   도는 냉각 도가 느릴  크게 할  는 , 냉각 도는 마 크  채   

도에 해 다.

도 12는 지  과 마 크  채    도  결 하  한 과  도  나타낸 것 다. 도[0026]

12  참 하여 하 ,  과  결  열가  고  지들  하나  지  하는 71단계(P1

단계), 지 공 사가 공하는 열변  도  포함하여  N개(N>0)  도  하고,  i=1  

하는 72단계(P2 단계), 지 냉각   도  어하여 72단계에   도  i 째 도  

하게 지하는 73단계(P3 단계),  열  는 상태에  지 알갱   도( 지 공 사가 

공하는  공  천 도) 지 상승시  하여  사 에 고  닫아  지가  사 에

눌 지  냉각 어 고 도  하는 74단계(P4 단계),  시간  지난 후  열고 고  지  시편

 취 하는 75단계(P5 단계),i<N  만 하  i=i+1  하여 73단계  진행하고, i=N  다  단계  진

행하는 76단계  77단계(P6, P7 단계),  N개  시편  찰하여   크  하고, 

직경  마 크  채  폭 상  한 시편  나타나는 i 째 도들   도  마 크  채  

  도  하는 78단계(P8 단계), 마 크  채   78단계에   도  어  상태에

 지 공 사가 공하는  공  천 도  지  하여  공  실시하는 79단계(P9 단

계)  포함한다.  과   78단계에  건  만 하는 시편  견 지 않   N개  도  45도

상승시  재시험  실시하여 마 크  채    도  결 한다. 만약 가  과 에 도 78단

계에  건  만 하는 시편  견 지 않는 경우에는 지  단계  다시 시 해야 한다. 또한 실  

 공 에 는  같  결  마 크  채    도  하여   미경 사진

통해 하여 그 도  다시 할  다. ,  크 가   경우 재  건  계

 하게 나,  크 가 보다  경우에는 마 크  채    도  2.5도 여 

하고,  크 가 보다 큰 경우에는 마 크  채    도  2.5도 낮 어 한다. 마

크  채  에 한 도 어는  상  도 어 ,  가열  하여 간단하게

할  고 운  복 하지 않 므 ,    생략한다. 

 에 공  하  해 는 도  어 마 크  채  내  진 하는 지  압  하다.[0027]

, 마 크  채  내   도가 압 에 해 어 는 , 채  내  지  채  진  

도는 크게 향  미 지 못하 , 과  공   벽에 눌  채  상 만 다.  공

 지  채  진   압  시행착 (trial and error)에 해 한다.  결과  미경  하

여 마 크  채  내  지  도  악하고,  도가 보다  압  낮 고 낮  압

 다.  들어, 사   경우 사  도/압   후  압 , 압  과 핫 엠보싱  경

우 체 ,   경우  누 는 에 해 한다. 사  도/압   후  압  사

동할 ,  에는  도  어하  공  진행하다가  내  압  상승하여  상 

 도  할  없   압  어  하게 는  그 후에 공 에 는 압  미한다. 체

 내  압  고  닫  상태  체결하여  한   양 에  압  하

는 것  미한다. 마 크  채  내  지  도  하는    하는 것  포함

한다.

과 필  별  께  차 므 , 께  얇게 계하거나,  후 연신하여 필  가 가능하다.[0028]

라 , 에  한   나 필    동 하게 가능한 것 다.

 에  한 내  탕  실   공  루어지는 에 하여 한다. 마 크  채  [0029]

과 지  하여  하  해  도 10  마 크  채   닥 (170)   에 

착 다.  사 , 압 , 압 , 핫 엠보싱 등 여러  할  , 마 크  채  (100) 

체  가공하는 것  리 그래피(lithography),  가공, 계 가공 등 여러  할  다.

 공  나  한 과  압  필 나 재  하여 연  하는  가능하[0030]

다.  도13  상단    필 나 재  하여 핫 프 에  핫 엠보싱 하는 과  보여

다.  그림  핫 프  하 에 마 크  채   착 어 고 상 과  사 에 필

여  는   상 다. 우  그림에 보    에는 상  하강하여 필  또는 재에 압
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 가하여 열간에  루어진다. 도 13  째 단  압  에 한   그림   하

에 마 크  채   착 고 열  재료가  사 에 공   비가 어 는 상 고, 상

 하강하  우  그림에 처럼 미리 어  지가 압 에 하여 지  채  사  다.

도 13  째 단  사 에 한 경우   그림처럼  에는 사   가동 ( 평  )에 마

크  채   착 어 다. 지가 고  통하여 주  우  그림에 처럼 지가 공 어

다. 도 13  하단   에 한 경우  에 마 크  채  가 고 평   사 에

필  또는 평  공 어 연  다. 든  공 에 는 공  압 과 도  어가 매우 

하 , 도는 마 크  채   도  그것  착  , ,  도가 본  동 하게 

어 어야 한다. 압  마 크  채  내  달 는 압  해야 한다는  공  에 계없

공통 나 공  에 라 압  어는  다 다. 핫 엠보싱, 압  ,   경우에는 누 는 

 어하여 달 는 압  해야 한다. 사  경우에는  도 는  할  없 나, 사

에  사 압과 보압  직  어할  다.

간단  리하 , 본 에  공  갖는  한 몰드 사  에  는 한쪽 에[0031]

공 가   또는 필  께 t  에 폭 w,  h  채  간격 p   마 크  채

(microchannel) 에 지(resin)  주 하여 하 , 상  마 크  채  에  w는  에

하고  하는 공(ball)  직경 크  택하고, h≥2w, p=(w+채  벽 께)  계  만 하 , 상  채

벽 께는 상  공 사  간격  택하 , 상  마 크  채   도, 상  지  도, 상  채

 내  진 하는 지  압  어하여  또는 필  에 공 상   간격  도  하는

 또는 필   한다. 상   또는 필   상  채  진  지 상  지가 진하

는 100단계, 상  채  진  에 체 하  (spherulite)  하는 200단계, 상  압 에 해 상

 지가 상  채  내  진 하는 300단계  포함하는  공 (fabrication process)  포함하 , 상

200단계  상   직경 크 가 채  폭 w 상 도  상  마 크  채   도, 상  지

도, 상  채  내  진 하는 지  압  어한다.

지 지 에 공 가   또는 필  에 하여 하 나, 러한  또는 필  [0032]

 여 에 시한 에 한 는 것  아니다.

본  에 공 가   또는 필  하여  함 , 몰드 사   공 에[0033]

 착  도포  같  학  처리 과  거 지 않고도 과 사  계   

과 사  사  체결   신뢰도  달 하게 다.

 

100: 마 크  채  [0034]

110:  

120:  

130: 마 크  채

140: 지

150: 동 단

160: 동 단에  는 미  공 

170: 마 크  채   닥
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